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(5) Leiterplatte mit einer Kuhlvorrichtung und Verfahren zur Herstellung derselben 

(57) Bei einer Leiterplatte (7) mit einer Kuhlvorrichtung aus 
einer mit Kuhlkanale bildenden Aussparungen (2) versehe- 
nen Platte (1) aus elektrisch isolierendem Material, auf die 
eine Leiterplatte (7) auf einer (3 Oder 13) oder beiden Seiten 
(3. 13} aufgeklebt ist, wird vordem Aufkleben der Leiterplat- 
te(n) (7) die gesamte Oberflache der Platte (1) einschlie&lich 
der Aussparungen (2) und eventueller Durchkontaktierungs- 
offnungen (14) mit einer festhaftenden Metalischicht (4) 
beschichtet. Dadurch erhalt man einen die Warme gut 
ableitenden Kern mit geringem Gewicht. 
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lastbaren Thermoplast oder Duroplast, z. B. aus Poly- 
atherimid, Polyathersulfon, Polycarbonat etc. GemaB ei- 
ner vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann der 
fur die Platte 1 verwendete Kunststoff mit gut warme- 
leitfahigen Partikeln versetzt oder diese im Kunststoff 5 
dispergiert sein. Als solche Partikel sind z. B. Metalle 
wie ICupfer und Aluminium, in Kugel- oder Plattchen- 
form, Metallfasern oder auch Graphit verwendbar. 

Vorteilhaft konnen als elektrisch nicht leitfahige, je- 
doch gut warmeleitfahige Partikel Metalloxide verwen- 10 
det werden. Besonders geeignet ist Aluminiumoxid und/ 
oder Berylliumoxid, da diese eine besonders hohe War- 
meleitfahigkeit besitzen. 

Die erfindungsgemaBe Leiterplatte mit Kuhlvorrich- 
tung kann auch eine oder mehrere Durchmetallisierun- 15 
gen aufweisen, d. h. elektrisch leitende Verbindungen 
zwischen Leiterbahnen 9 einer Leiterplatte 7 mit der 
Metallschicht 4 oder aber mit Leiterbahnen 9 einer auf 
dergegenuberliegenden Seite der Platte 1 vorgesehe- 
nen* Leiterplatte 7. In letzterem Fall darf in der Rege! 20 
keine elektrische Verbindung der Durchkontaktierung 
mit der Metallschicht 4 erfolgen. Die letztere Ausfuh- 
rung' ist nachfolgend in einzelnen ProzeBstufen anhand 
der Fig. 2 bis 5 dargestellt. 

In Fig. 2 ist die Platte 1 auf beiden Seiten 3 und 13 mit 25 
Aussparungen 2 in Form von rechteckigen, zur Seite 3 
bzw. 13 hin offenen Rillenoder Nuten versehen. Vorteil- 
haft sind die auf einander gegenuberliegenden Seiten 3, 
13 vorgeschenen Aussparungen 2 seitlich gegenein- 
ander versetzt angeordnet. AuBerdem besitzt die Platte 30 
1 wenigstens eine Durchkontaktierungsoffung 14, die 
ebenfalls, wie die gesamte ubrige Oberflache der Platte 
I, mit der Metallschicht 4 beschichtet ist 

In einem anschlieBenden ProzeB wird die Metall- 
schicht 4 zumindest in einer Randzone 15 der oberen 35 
Seite 3 und ggf. auch einer Randzone 16 der unteren 
Seite 13 der Platte 1 und vorzugsweise auch an der 
Wand 17 der Durchkontaktierungsoffnung 14 mecha- 
nisch, z, B. durch einen Bohr- oder Fras- oder Schleif- 
vorgang, oder chemisch abgetragen. Diesen Zustand 40 
zeigt die Fig. 3. Das chemische Abtragen erfolgt zweck- 
maBig so, daB die metallisierte Platte 1 mit einem Photo- 
Jack beschichtet, getrocknet, an den notwendigen Stel- 
len belichtet und anschlieflend der nicht belichtete Be- 
reich der Photolackschicht abgelost wird. Die verblei- 45 
bende Photolackschicht bildet dann eine Maske fur die 
nicht zu entfernende Metallschicht 4. Die frei liegende 
Metallschicht 4 wird anschlieBend weggeatzt (Fig. 3). 

AnschlieBend wird auf beide Seiten 3, 13 der Platte 1 
je ein Substrat 6 mittels einer KJebschicht 5 oder einer 50 
KJebefolie 12 aufgeklebt und die Substrate 6 unter Zu- 
fuhr von Warme in einer Vorrichtung mit zwei Druck- 
platten aufgepreBt und der IClebstoff gehartet. An der 
Stelle der Durchkontaktierungsoffnung 14 sind die Sub- 
strate 6 mit angepaBten Offnungen 1G versehen. Die 55 
Randzonen 15, 16 werden ganz von der Klebschicht 5 
ausgefullt, so daB eine vollkommene Dichtung von der 
Durchkontaktierungsoffnung 14 zu der Metallisie; ung 4 
erreicht wird. Diese Fertigungsstufe ist in Fig. 4 darge- 
stellt. Zugleich ist in der Fig. 4 eine mogliche unter- 60 
schiedliche Ausbildung der Klebschicht 5 dargestellt. 
Die obere Klebschicht S ist dabei mit Ausnahme der 
Offnung 18 durchgehenc. wie auch in Fig. I gezeigt. Die 
untere Klebschicht 5 ist jedoch ar» aiien Aussparungen 2 
unterbrochen. Dies kann durch gezieltes Aufiragen der es 
Klebschicht 5 z. B. auf die Platiu I, oder durcn eine 
entsprechend gelochte Klebefolie \2 erreicht werden. 

In einem anschlieBenden Verfahrensabschniit werden 
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die Oberflachen 8 der Substrate 6 und der Durchkon- 
taktierung 19 mit Leiterbahnen 9 bzw. der Durchmetal- 
lisierung 20 versehen. Hierfur stehen die zur Herstel- 
lung gedruckter Schaltungen ublichen Verfahren zur 
Verfugung. Die so hergcstellte Leiterplatte mit Kuhl- 
vorrichtung und Durchkontaktierung 19 ist in Fig. 5 
dargestellt 

In Fig. 6 ist eine Platte 1 aus einem Thermoplast oder 
Duroplast dargestellt, deren Aussparungen 2 in Form 
von V-formigen Rillen oder Nuten ausgebildet sind. 

Die Fig. 7 zeigt eine aus zwei Schichtkorpern 1.1 und 
1.2 bestehende Platte 1. Jeder Schichtkorper 1.1, 1.2 
besitzt auf einer Seite z. B. im Querschnitt halbkreisfor- 
mige Aussparungen 2 in Rillen-, Schleifen- oder Maan- 
derform und wird mit einer Metallschicht versehen. Die 
beiden Schichtkorper 1.1 und 1.2 sind miteinander ver- 
klebt, verschweiBt oder verlotet, wobei die entspre- 
chend symmetrisch oder spiegelbildlich seitenverkehrt 
angeordneten Aussparungen 2 der Schichtkorper 1.1 
und 1.2 einander derart gegenuberstchen, daB jewcils 
eine kreisformige Aussparung entsteht. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen Leiterplatte 
mit Kuhlvorrichtung ist nachfolgend anhand eines in der 
Fig. 8 dargestellten Verfahrens-Schemas beschrieben : 

In der ersten Verfahrensstufe A wird die Platte 1 aus 
einem Thermoplast oder Duroplast einschlieBIich der 
notwendigen Aussparungen 2 und eventueller Durch- 
kontaktierungsoffnungen 14 hergestellt. In einer zwei- 
ten Verfahrensstufe B wird die Platte 1 chemisch und/ 
oder galvanisch mit der Metallschicht 4 beschichtet. An- 
schlieBend konnen sofort in einem Verfahrenschritt D 
vorgefertigte Leiterplatten 7 aufgeklebt und anschlie- 
Bend in einer Verfahrensstufe K mit elektrischen oder 
elektronischen oder elektromechanischen Bauelemen- 
ten bestuckt werden. Falls hierbei Durchfiihrungen 
durch die Leiterplatten 7 und die Platte 1 erforderlich 
sind, werden diese durch Bohren oder Frasen hergestellt 
und die Bohrungen durch ein Isolierrohr oder einen 
Isolierlack gegeniiber einem durchgesteclcten Leiter 
isoliert 

Sind die Durchfuhrungen bereits in der Platte 1 vor- 
handen, bevor die Metallisierung im Verfahrensschritt B 
durchgefuhrt wird, so kann in einem nachfolgenden Ver- 
fahrensschritt C die Metallisierung der Durchfuhrung 
einschlieBIich etwaiger Randzonen 15, 16, mechanisch 
entfernt und anschlieBend die ProzeBschritte D und K 
durchgefuhrt werden. 

Wenn keine vorgefertigten Leiterplatten 7 verwendet 
werden, kann anschlieBend an die Verfahrensstufe B 
oder C in einer Verfahrensstufe H ein Substrat 6 auf 
einer oder beiden Seiten der metallisierten Platte aufge- 
klebt und dann in einer Verfahrensstufe I die Leiterbah- 
nen 9 auf diesen nach bekannten Verfahren, z. B. der 
Sub-traktiv- oder Semi-Additiv-Technik, aufgebracht 
und anschlieBend der Verfahrensschritt K durchgefuhrt 
werden. 

Bei der Herstellung von Einheiten mit Durchkontak- 
tierunjfren fS werden die mit Aussparungen 2 und 
Durchkontalctierungsoffnungen 14 versehenen metalli- 
sierten Platten I nach der Verfahrensstufe B in einer 
Verfahrensstufe E mil einem photosensitiven Material, 
2. B. einem Photolack. beschichtet und anschlieBend in 
der Verfahrensstufe F beiichtei und eine Atzmaske hei - 
gesieii'L. In der anschlieBenden. Vendirensstufe G wer- 
den die Meiallschichten in den Durehkontaktierurursoff- 
nun«;cn K- und den Randzo:sen i. i- . 16 durch Atzen eni- 
fcrm und dann die Phoioreiiistrnasuc c. ien;iscL z. B. mit 
einem geeigneten Losimgsrniuel, emicny... 
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